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번호 특집에서는 전력전자용 반도체 소자의 열 해석용 시뮬레이션 도구

들을 정리해 보는 지면을 가져 보았습니다. 최근 SiC나 GaN과 같은 신

소재 기반의 새로운 파워소자가 전력전자기술 개발을 견인하면서, 동작주파

수가 더욱 상승하고 새로운 패키징 기술이 개발되는 등 전력전자관련 반도체

소자의 특성이 다시 주목받고 있습니다. 이와 관련하여 스위칭 소자들의 손

실 기제도 재조명됨에 따라 전력전자 회로의 연구개발에서 열해석 부분이 더

욱 중요한 요소가 되고 있습니다.  

이에 따라, 발열현상을 분석하는 열해석 시뮬레이션 (Thermal

Simulation)은 제품 수명과 신뢰성에 매우 큰 향을 미치는 필수적인 개발

절차가 되고 있습니다. 열해석 방법은 크게 손실 모델링(Loss Modeling)

과 방열 모델링(Thermal Modeling)으로 나뉘는 데, 전자는 소자의 손실원인에 기반한 손실분석을 행

하는 것이고, 후자는 발열현상을 분석하는 것이라 정의할 수 있습니다. 손실 모델링은 소자의 물리모델

을 토 로 전류와 전압 파형의 적분을 수행하는 전통적인 방식외에 최근에는 일람표(Look-up Table)

기반의 손실계산법이 개발되어 더욱 빠른 시뮬레이션을 가능하게 합니다. 한편, 방열 모델링방법에서도

몇가지 접근법이 있는데, 집중정수(Lumped Parameter)방법은 전기적인 열등가회로 기반의 간략한

해석법으로 회로시뮬레이션 툴에 구현이 쉬운 장점이 있으며, 유한요소해석법(Finite Element

Method)은 결과의 정확도를 높이는 장점이 있습니다.

최근 시뮬레이션 기술동향을 반 하여, 이번 특집기사는 다음과 같이 구성하 습니다. 먼저, 첫 번째

원고는 손실모델링의 개요를 소개하고 전기적 등가회로 모델링을 이용한 열 모델링 방법을 정리한 뒤,

이를 SPICE와 같은 범용 회로 시뮬레이션 툴에서 어떻게 구현하는지를 설명하는 개론을 담았습니다.

나머지 두 원고에서는 최근의 고속 시뮬레이션 기법인 일람표 기반의 소자 손실모델링 방법을 적극 채택

하고 있는 상용 소프트웨어인 PSIM과 PLECS에서의 열해석 시뮬레이션 기법의 소개와 활용 사례로 엮

어 보았습니다. 다시 한번 본 특집을 위해 소중한 시간을 내주신 관련 전문가들께 감사드리며 권두언을

마칩니다.
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